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Abstract

This thesis deals with test signal probing and fixturing techniques for wideband
multiport measurements in digital packaging in the frequency range from a few MHz to
50 GHz. Three different signal launch techniques are investigated in time and frequency
domains. At first, the performance of the coaxial surface mounted connector launch is
explored in case of crosstalk measurements in a backplane connector via pin field. In
the next step the recessed probe launch technique is briefly presented. After that the
main focus is on the results obtained in recent investigations with respect to the launch
calibration, application to measurements of embedded multilayer structures and
modifications to improve the launch bandwidth. Finally, the concept of a novel
multiport probing fixture is presented and its electrical performance explored. Using a
simple two-tier calibration procedure, the effect of the probing fixture on measurements
of dense via array structures is reduced and the results obtained are validated with
microprobe based measurements. Based on 3D full-wave electromagnetic modeling,
suggestions for layout optimization are made which will be needed to extend the

applicability of these techniques to data rates of 20 Gbit/s and beyond.

Kurzfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Testsignalkontaktierung und Signaleinfithrungs-
techniken fiir breitbandige Multitor-Messungen im Bereich der Aufbau- und
Verbindungstechnik fiir digitale Systeme im Frequenzbereich von wenigen MHz bis 50
GHz. Drei verschiedene Signaleinfithrungstechniken werden im  Zeit- und
Frequenzbereich untersucht. Zuerst wird die Leistungsfahigkeit der Kontaktierung mit
koaxialen Steckern in Messungen des Ubersprechens von Backplane-Stecker analysiert.
Im néachsten Schritt wird die “Recessed Probe Launch“-Technik préasentiert, wobei die
Ergebnisse aus aktuellen Untersuchungen in Bezug auf ihre Kalibration, ihre
Anwendungen fiir Messungen von eingebetteten Multilagen-Strukturen und mégliche
Modifizierungen fiir die Verbesserung der Messbandbreite im Mittelpunkt stehen.
Schliellich wird das Konzept eines neuartigen Multitor-Adapters prasentiert und seine
Hochfrequenz-Eigenschaften untersucht. Mittels eines zweistufigen Kalibrations-
verfahrens wird der Einfluss des Multitor-Adapters in den Messungen von dichten Via
Array Strukturen reduziert und die Ergebnisse mit Microprobe-Messspitzen basierten
Messungen validiert. Basierend auf 3D Vollwellen-Simulationen werden Vorschlage fiir
die Optimierung des Layouts gemacht, die fiir die Anwendbarkeit dieser Technik fiir
Datenraten bis 20 Gbit/s und dariiber hinaus notwendig sind.
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